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聯盟總人數 : 1700+

R&D 人數 : 560+

R&D佔聯盟總人數比例達 32.5%

Core Technologies & Alliance Synergy 



營收組合

半導體 先進PCB PCB其他電子應用PCB



毛利率



財務資訊摘要





自動化烤箱

壓膜機

自動化撕膜機 化學前處理設備

水平化學錫設備

減薄銅設備

來自CPU, OAM, UBB 高密度多層板應用持續增長 



人工智慧基礎建設

邊緣設備

人工智慧

乘勢而上的AI浪潮

代理人

人工智慧

物理

人工智慧



壓、貼、撕、烤

四大核心技術

驅動半導體xPCB產業



市場動能與資本支出（CapEx）放大效應
到2030年，全球人工智慧基礎設施總資本支出

巴克萊銀行（Barclays）修正後預測：超過 2 兆美元
每 1 吉瓦（GW）AI 能源基礎設施 ≈ 投資額 500 至 600 億美元

OpenAI × Nvidia 10 GW 專案 = 約 5,000～6,000 億美元
OpenAI × AMD 6 GW 專案 = 約 3,000～3,600 億美元

OpenAI × Broadcom 10 GW 專案 = 約 5,000～6,000 億美元

這將為設備投資帶來指數級的倍增效應。

更多AI工廠 更多先進封裝產能
更新、更頻繁的更新

先進封裝製程與產能
激增的設備需求





WMCM

OSAT  oS

HDI  for AI

CoWoP

SoIC

Non-T CoWoS/OSAT2.5D/FoCoS

CoPoS

2026 2027 20282025 20302029

CoWoS

20242023






